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专 题

微电子互联材料领域的学科带头人—冼爱平博士 

 

  冼爱平研究员 1982年毕业于东北重型机械学院金相专业，1985年和1991年在中国科学院金属研究所获硕士和博士学

位。1996 — 1998年作为高级访问学者赴加拿大多伦多大学冶金及材料科学系工作两年。已在国内外发表30多篇论文，

获6项中国发明专利。主要研究领域为先进材料的连接技术，钢中的氢行为，以及先进的材料制备工艺等，目前主要从事

微电子互连材料及工艺的研究，包括无铅电子钎料，高强高导引线框架电子铜带等。 

    冼爱平在博士论文期间从事金属与陶瓷活性钎焊技术的研究，主要涉及金属与陶瓷界面连接强度与界面反应的关

系，金属在陶瓷上的润湿机制，活性金属焊料，异种材料焊接时的缓冲层设计，金属 /

陶瓷接头中的残余应力分布，以及新型Sn基活性钎料的研制等方面。其中在Sn基活性钎

料系统首先观察到金属在陶瓷上的润湿前驱膜现象，该工作经导师斯重遥研究员的推

荐，代表中国焊接学会参加国际焊接学会格兰让奖竞赛，并获首届格兰让奖（1992），

1991年曾获中国科学院院长奖学金特别奖。 

    冼爱平博士毕业后，多次深入工厂、油田等，了解工业部门对材料科研的实际需

要，并开展相关技术合作。先后参加了攀钢重轨钢无白点现象的研究，特高含硫油气田

开发技术中抗硫化氢井口阀门材料的研究，玻璃钢复合材料在油田的应用；稠油热采隔热管腐蚀断裂的失效分析等。在

这些工作中，他多次赴攀钢、四川油田、辽河油田等单位进行现场调研，取得了一些宝贵的现场经验。在多伦多大学工

作期间，他先后从事金属的摩擦焊、镍冶金中渣 /碳反应及润湿以及利用渣/碳自沸腾现象提高炉渣中贵重金属钴、镍等

回收率的可能性等。此外，他还一直从事 先进的材料制备工艺研究，如 铝铅偏晶合金的控制凝固技术、喷射成型工艺

和铜铬真空触头材料等。 

    近年他与美国伊利诺斯大学尚建库教授合作，主要研究领域包括： 

    1.  焊料的基本力学性能及焊料 /基材的界面反应，主要研究大块Sn-Ag-Cu无铅焊料的单轴拉伸行为及循环载荷下

的疲劳行为；Sn-Bi共晶焊料/铜的界面反应，微量Bi在界面上的偏析行为以及Sn-Bi/Ni的界面反应动力学等。 

    2. 焊料的制备技术，主要研究电子焊膏的合成工艺、测试及评价技术、电子浆料制备技术、Sn-Ag合金可焊性镀层

的制备、抗氧化焊锡合金以及单尺寸BGA焊锡球的制备技术等。其中采用微喷射技术制备的精密BGA焊锡球尺寸为300μm 

— 760μm，锡球表面光洁，球形度好，尺寸均匀，直径误差小于±20μm，已经可以批量生产，经有关单位试用，已满足

BGA封装的要求，目前该技术已申报中国发明专利。 

    3. BGA封装技术及环境试验，包括BGA芯片上的植球技术，BGA芯片与电路板的封装技术，BGA封装的高低温循环试验

以及BGA封装中的残余应力分析等。 

    4. 其它的研究工作还包括高强高导铜合金引线框架材料（ 863计划）；N掺杂纳米TiO 2 粉体制备及光催化微生物

降解效应（国家自然科学基金主任基金项目）等。 
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